= —O0—
— =

WURTH ELEKTRONIK

1111 b
| b —
o / 9 00000000 ? 1 - o \
—O [o : K \ o
| 1 o ©
Y ‘ ' . i
o o Z i ‘: \ D d - /o
= 3 \ ‘} / p Wi \ O\ 3 . b
2 h, // /) | 4
% & / }f o £ ~ - - .
¢ ‘\;': O ; \o e . X & N 7 3 . b*
2 28 s : == A s N\ O\ - N\ e’ '
pe= o
e |
v
«

—

RIGID flex 2F-xRi !1

Eine attraktive Starrflex-Variante '
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RIGID.flex TECHNOLOGIE
Einfuhrung

= Starrflex bietet eine Vielzahl an Aufbauten und Materialkombinationen

= Nutzen Sie unsere generierten STANDARDS
— Design Guides
— Designregeln
— Lagenaufbauten als PDF oder Digital
— Tipps und Tricks aus Webinaren

= Eine ideale Zusammenarbeit ermaoglicht Qualitat, Zuverlassigkeit und spart Kosten

- = -
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STANDARD
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Individuelle
Losungen



https://www.we-online.de/web/de/leiterplatten/produkte_/3d_starr_flexible_leiterplatten/Einleitung_3D_starrflex_leiterplatten_pcb.php
https://www.we-online.de/web/de/leiterplatten/produkte_/3d_starr_flexible_leiterplatten/design/design_rules_1/Design_Rules_7.php
https://www.we-online.de/web/de/leiterplatten/produkte_/3d_starr_flexible_leiterplatten/aufbauten/3D_Aufbauten.php
https://www.we-online.de/web/de/leiterplatten/webinare/archiv/starrflex_webinare/webinar_archiv.php

RIGID.flex TECHNOLOGIE Ewii%

SySte m betraChtU n g WURTH ELEKTRONIK

<l

Starrflex ist Mechatronik = Mechanik + Elektronik
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RIGID.flex TECHNOLOGIE WE o

Standard 1F-xRi Stackup Standard xRi-2F-xRi Stackup

Viatypes g |z |zE ) P I
P Flox area Standard valuos E1Z|35|  mouncations Viatypes sanderd| 3 | 5 | B ;
£ description Structure values o o o allowed
| flexible  coverlay Standard Modification g £ =
soldermask soldermask  (FRO210)
Soldermask
copper incl. plating
I5um prepreg
SO Core 1
2x 1080 = 2% 1080 prepreg
TBum 35pm Coverlay
= B e | —
Fopmae T
35um prepreg
(= thickness core 1)

Standard 2F-xRi Stackup Standard xRi-4F-xRi Stackup

Viatypes z | g |2
isty pes. z | = z | = Flexarea standard | 7 & & | modification
manal Faxarsa snowovaues | 7 | 7 | 7 | 2 Momfeations Waterial description Structure values | < 3 b4 allowred
ssseription stucurs L 2 | g |2
Standard Modifications. o - o - Standard Modificaion - & -
I rasits w
somsmass  (FROZI0)

copper L. patg

[ owe |

T
B
oo sreang I
st
reaneg
o2 =
sopper
[ e—

T
111080

copeer indl. plating
copper ol piating L5pm

sademask
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KURZUMFRAGE WE—

= |st die Starrflex-Technologie in lhrem Unternehmen bereits im Einsatz?

Antwortmoglichkeiten (mehrere Antworten maglich):
— NEIN
— NEIN, aber es besteht Potenzial
— JA, mit Flexlagen innen
— JA, mit Flexlagen aul’en
— JA, in SEMI.flex oder BEND.flex Technologie

RIGID flex 2F-xRi | Werner Ochslen | 13.04.2021 6



AGENDA

n RIGID.flex 2F-xRi

n Standardaufbauten und Herstellung

n Signalintegritat

n HDI-Kombinationen

n Mechanische Optionen
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RIGID.flex 2F-xRi

Standardaufbauten

= Basismaterial Standard

Starr: FR4 Tg > 150°C, halogenarm, gefillt
Flex: Polyimid Tg > 200°C, 50um, kleberlos

Coverlay partiell auf Lage 2, flexibler Lotstopplack partiell im Flexbereich auf TOP

Innenlagenkupfer 18Jum (Basisdicke)

Mabrial Fiax area
description Structurs

soldemask
copperincl plating

prepreg

copperincl plating
sobemask

Viaty pas

Standard

Modifications

Standard valuss

2FGRI

2F4RI
F

2F-1RI

Modifications

ezt coverizy
solgermask  [FROZI0)

=21 1080
35pm
= 100pm

35pm

GENERAL:
| |matemlsrormﬂ\alentstaeluptypes
min_and max. pch thickness acc. technical guidsiing

RIGID flex 2F-xRi | Werner Ochslen | 13.04.2021

=2x 1080

35pm

=250
(= thick ness core 1)

-nocnanpasallweﬂ
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X

2F-xRi (flex-rigid)
> 2F-1Ri_0,85_18
> 2F-1Ri_1,0_18

> 2F-1Ri_1,5_18

> 2F-2Ri 0,85 18
> 2F-2Ri 1,0_18

> 2F-2Ri_15_18

> 2F-4Ri 1,0_18

> 2F-4Ri 15 _18

> 2F-6Ri_1,6_18

Digitale
Aufbauten



RIGID.flex 2F-xRi

Standardaufbauten

= Standard Modifikationen
—  Polyimiddicken 75um/ 100um
—  35um Innenlagenkupfer
— HDI 1-x-1 (Microvias auch im Flexbereich)
—  Coverlay auf TOP-Lage partiell im Flexbereich

RIGID flex 2F-xRi | Werner Ochslen | 13.04.2021

+

Aufbau 2F-0Ri

- 75um Polyimid
- ,hur® Microvias

- Impedanzdefiniert
- Coverlay TOP

W=
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more than you expect .

RIGID.flex 2F-xRi

Herstellung

Flex-Material
Innenlage

Material
Coverlay Film

v

Coverlay
Verlegen
Coverlay

Fixieren

RS

Schneiden
Coverlay

Material Material Material
1. IL-Kern IL-Kern(e) Low Flow Prepreg
| FDIL | ED IL Verstiften
* * 5-er Pack
[ R
-
Sticheln
v v
| AOI | AOI
| A-PREP | A-PREP

\ 4
Sammelplatz
ML Verlegen |

-

v

ML Verpressen |

v

ML Fertigung
Standard

<

v

Tiefenfrasen
RS

L

v

ML Fertigung
Standard

RIGID.flex 2F-xRi | Werner Ochslen | 13.04.2021

ML STANDARD

FLEX spezifisch
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RIGID.flex 2F-xRi Ewii%

H e rSte | | un g WURTH ELEKTRONIK

Arraybildung bei Coverlay = bei ausreichender Flexlange: = bei kurzen Flexbereichen:

= abhangig vom Mechanik Design

= beeinflusst den Aufwand in der srarr Nrex 1 stare STARR STARR
LP-Herstellung: - I
— Optimierung reduziert den STARR STARR
Aufwand erheblich

— Optimierung erhoht die
Registrationsgenauigkeit
= Qualitat

>4mm

il

"



RIGID.flex 2F-xRi Ewii%

S|g nal | ntegntat WURTH ELEKTRONIK
ol P S

= |mpedanz-definierte Leitungen =

= USB Connector auf einen separaten starren Bereich HEng| ey o g

= Vermeidung von Steckverbindern, Einsparung von Footprint-Flachen
Aufbau

= Vorteile 2F-xRi Technologie 3Ri-2F-3Ri

— 1:1 Ubertragung der Signale
— Keine Impedanzspringe durch Vias
— Kontaktierung Referenzlage Uber Microvias moglich - We—-
— Signalfthrung optional auch auf L2 moglich

RIGID flex 2F-xRi | Werner Ochslen | 13.04.2021 12



RIGID.flex 2F-xRi Ewii%

S |g n al | nteg ntat WURTH ELEKTRONIK

= Hatch: Kupferoffnungen durch aufgerasterte Referenzlagen
— \Verbessern die Biegbarkeit
— \Verbessern die Trocknung des Flexmaterials
— Erhoht die Impedanz — dunneres Polyimid moglich
— Werden ab Frequenzen von 5-6 GHz kritisch

Referenzlagen mit cross-hatch
microstrip 125um/150um/125um

{ Polyimidfilm
120
110 ] _ 100pm
— == T5pm
S100 -
= =4=50pm
=
N 90 \
1Sty e Qo Wity 8
80 — ela
70 = e
80 : : S g
25% 50% 75% 100%

cross-hatch Kupferanteil

RIGID flex 2F-xRi | Werner Ochslen | 13.04.2021 13



RIGID.flex 2F-xRi
Signalintegritat

Kompromiss flir einen ungestorten Riickpfad

= Differentielles Leiterpaar im Flexbereich
— Unter dem Leiterpaar 100% Kupfer
— Restliche Flachen aufgerastert fiir Trocknung und Flexibilitat

g
0’0

0%0%% %%

* &

OOOOC
oreteleteletede
.’Q".G

- & o % o s S

R R RRRRR
7470%4%4%%%
C’.’

&

LR B B X X R X X J
&
&

&
*
&
*

-
+
*
*

:
s

RIGID flex 2F-xRi | Werner Ochslen | 13.04.2021

W=

WURTH ELEKTRONIK

Copper shield

TR
SR
SIS
SIS
SIS
SIS

&

/

Shield opening
IPC 2223
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RIGID.flex 2F-xRi WE o

= Berechnung und Dokumentation der Impedanzen
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RIGID.flex 2F-xRi

H D |'K0m binatiOnen WURTH ELEKTRON?IZ

2F-6Ri +
/ HDI 2-4(6b)-2
F+1F-xRi
\ JFA6Ri +
HDI 1-6b-1

RIGID flex 2F-xRi | Werner Ochslen | 13.04.2021 16



RIGID.flex 2F-xRi Ewii%

H D |'K0m binatiOnen WURTH ELEKTRONIK

2F-2Ri +
HDI 1-2b-1

= Anlehnung an HDI-Designrules - nicht 1:1 kombinierbar

RIGID flex 2F-xRi | Werner Ochslen | 13.04.2021 17




RIGID.flex 2F-xRi

Mechanische Optionen

FLEX LiftOff

RIGID flex 2F-xRi | Werner Ochslen | 13.04.2021

\/

Extra Isolation durch Coverlay auf
Starrbereich

W=

WURTH ELEKTRONIK

Rigidfiex 2F(1F)-1Ri + Microvias

Flex area | Rigid area Material description| L;I:ﬂ" ;Io-ll‘. L:ﬂf

......

ssssss

......

Soldermask

Dynamische Biegebeanspruchung

Flex auf L2 mit RA-Kupfer

Abdeckung mit Coverlay

Kein galvanischer Kupferauftrag auf L2
LiftOff fur Abrollbewegung

> 1 Mio. Biegezyklen

18




RIGID.flex 2F-xRi

Mechanische Optionen

= ZIF-Stecker
— Kontaktierung GND Uber Microvias

— Fertigung ,einfacher” im Vergleich zu einer xRi-2F-xRi Losung

— Dickentoleranz von +/-0,05mm beachten
—  ZIF-Kontur generell per Laser geschnitten

ZIF-contact thickness
0,30mm +/-0,05mm

RIGID flex 2F-xRi | Werner Ochslen | 13.04.2021

Bereich fir Microvias
(nicht im Kontaktierbereich)

W=

WURTH ELEKTRONIK

Snap-in Haken als
Ausreissicherung

19




KURZUMFRAGE WE—

= Welche Anwendungen fur den Einsatz der 2F-xRi Technologie sehen Sie in lhrem Unternehmen?

Antwortmoglichkeiten (mehrere Antworten maglich):
— Optimierung bereits laufender Produkte hinsichtlich Performance
— Optimierung bereits laufender Produkte hinsichtlich Kosten
— Einsatz in aktuellen Projekten geplant
— Eventuell fur zukinftige Projekte (derzeit nichts Konkretes)
— Kein Bedarf fUr diese Technologie



RIGID.flex 2F-xRi Ewii%

Zusammenfassung der Vorteile WORTH ELEKTRONIK

= Performance
— Standards sind generiert
— Impedanzbahnen konnen ohne PTHSs Uber den Flexbereich gefiihrt werden
— Microvias als Umsteiger zur GND-Kontaktierung oder Signalfiihrung auf L2
— HDI-Kombinationen moglich
— Mechanische Optionen wie LiftOff; ZIF-Kontakte einfach fertigbar
— FUr dynamische Biegebeanspruchung geeignet

= Kosten
— Geringere Kosten im Vergleich zu xRi-2F-xRi

RIGID flex 2F-xRi | Werner Ochslen | 13.04.2021 21



WE CAPABILITY RIGID.flex :yi_f:?

1-2 Flexlagen aufen, 1-10 Flexlagen innen, SEMI.flex, BEND.flex

FR4 (Tg135) / Tg150 HF gefillt, TG170 HF gefullt, Tg240, Flexmaterial kleberlos

Standards, NON-Standards, HDI-RIGID.flex Kombinationen

Lagenauf-
bauten

Impedanzberechnung, Coverlay auf AuBenlagen, LiftOff Bereiche, ZIF-Kontakte

Optionen Y,

Eildienste, Muster, Serien, GroRserien

Mengen &
Liefer- /
eiten

RIGID flex 2F-xRi | Werner Ochslen | 13.04.2021 22




VIELEN DANK FUR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Welche
Applikation

haben Sie?

Wie kénnen wir

Sle unterstutzen?

flex@we-online.de





